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	1.0 目的

对SMT车间的作业进行规范，清晰工序运作流程，对各工序作业内容进行明确，确保SMT作业有据可依，有章可循，产品质量满足客户要求及期望。
2.0 范围

适用于本工厂SMT生产全过程控制。
3.0 职责

3.1 PMC部：负责按接收到需求信息，评估SMT生产负荷能力，提供物料库存信息（杜绝欠料现象），安排SMT车间的生产进程，协助处理生产异常，跟催生产进度，确保按期按量完成交期。
3.2品质部：负责SMT生产的品质管理，制定检验标准，实施制程检验，协助分析不良原因，杜绝不合格品流入下工序。

3.3 PIE组：编制产品作业指导书，制定标准工时规范，协助对SMT作业进行技术指导，主导处理SMT制程异常分析。
3.4生产部SMT车间：按PMC部生产排期作业，掌控生产进度，严格依照作业指导书生产作业，完善产品品质，提升工作效率。
4.0 定义

4.1特殊工位：执锡工位、高压测试工位、高周波/超声工位、点焊操作工位；包括产品使用后或服务交付后才显现特性的作业工位皆属之。
5.0 作业内容

5.1 PMC部根据市场需求信息，评估生产负荷及物料仓存，对SMT车间下达生产任务；当自身SMT无法满足生产任务时，按《外发加工管理办法》执行外发生产任务。
5.2生产任务单下发后，SMT车间物料员根据生产任务单按《生产部物料员作业指引》领取相应的物料，将物料领回后，放在物料架上，对物料的数量、名称、对应的任务单号标注清楚。
5.3 SMT车间班组长在接到生产任务单后,根据所生产产品准备好相应的作业指导书等文件,对新进入的员工进行相应的生产知识培训。
5.4根据任务单上产品，SMT工程师/技术员对设备进行相应的编程。
5.5操作员在编程完成后，根据BOM单安装相应的物料，技术员/工程师对安装的物料进行复核，确保安装的物料无误。

5.6印刷
5.6.1点胶印刷
5.6.1.1物料员将来料装在纸箱的PCB板放置于防静电箱中，操作员初步检查PCB是否有变形、刮伤、断裂等现象并用静电毛刷将PCB上的板屑和灰尘刷掉。

5.6.1.2使用正确的钢网，先选板边定位孔定位，再选插件孔定位，最后选板边定位，注：定位要稳(即钢网不能有晃动现象)、准(即不可有偏移)、平(即钢网与印台相平)。

5.6.1.3技术员将调配并解冻好的红胶适量，用搅拌刀挑放于钢网上，用刮刀以45-60角度，以最轻力度刮干净钢网上的锡膏，速度约为30mm/sec。
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5.6.1.4印刷完成后，操作员使用丙酮清洗钢网，做好钢网清洗记录。

5.6.1.5印刷好的PCB板红胶厚度为0.2mm，操作员将刷好的PCB板整齐插于静电插板上，以备贴片。
5.6.1.6印刷好的PCB板操作员必须每片检查确认，不能有溢胶、胶少、偏位、漏刷等现象发生，做好检查记录。

5.6.1.7印刷好的PCB板要在1小时内贴上零件过炉，以免推力不足，影响产品品质。
附件：红胶板推力标准
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0805
1206
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IC
0.8KG
1.0KG
1.2KG
1.5KG
2.0KG
2.0KG
2.5KG
5.6.2锡膏印刷
　　　5.6.2.1物料员将来料装在纸箱的PCB板放置于防静电箱中，操作员初步检查PCB是否有变形、刮伤、断裂等现象并用静电毛刷将PCB上的板屑和灰尘刷掉。。

　　　5.6.2.2使用正确的钢网，先选板边定位孔定位，再选插件孔定位，最后选板边定位，注：定位要稳(即钢网不能有晃动现象)、准(即不可有偏移)、平(即钢网与印台相平)。

      5.6.2.3技术员将调配并解冻好的锡膏搅拌3-5分钟适量，用搅拌刀挑放于钢网上，用刮刀以45-60角度，以最轻力度刮干净钢网上的锡膏，速度约为30mm/sec。（详细说明解冻，搅拌，使用时间，回冰柜时间，报废时间之要求
锡膏

解冻时间

搅拌时间
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回放冰柜条件

等待过炉时间

报废时间

千住
4H
3~5分钟
8H
超8H
1H
72H
 5.6.2.4印刷过程中，每印刷3-5片PCB板，用无尘纸将钢网擦拭一遍，密脚IC及BAG之PCB每印刷一片擦拭一遍。

      5.6.2.5印刷完成后操作员使用工业酒精洗钢网，做好清洗记录，锡膏厚度为制定钢网的厚度为准，操作员将印刷好的PCB板整齐插于静电插板上，以备贴片。

      5.6.2.6印刷出的PCB板操作员必须每片检查确认，不能刷少锡、刷偏、未刷锡膏及短路等现象发生，锡膏偏移是不可超过零件焊盘的15%，如实做好检查记录。
      5.6.2.7印刷好的PCB应在1小时内贴上零件过炉，以免锡膏干掉，影响产品品质。
5.7贴片
5.7.1贴片机是用来将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上的设备，元件送料器、基板(PCB)是固定的，贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动，将元件从送料器取出，经过对元件位置与方向的调整，然后贴放于基板上。
5.7.2操作员根据需生产BOM单备好所需物料，并将物料装置于Feeder上，再将Feeder放置于台车上，技术员协助进行并做技术指导。

5.7.3技术员调出所需生产机种程式，结合BOM单及其它相关资料对机台程式进行确认；操作员依据机台Feeder排列将对机台料站进行上料，并对其进行确认。
5.7.4在生产操作过程中，同一台机绝对不允许两人同时操作，机器处于运行状态时，禁止操作员打开安全门，禁止将手伸入机台。
5.7.5操作员换料时必须做好换料记录；操作员作业时必须进行防静电处理。
附件：不同元件吸料，放料，抛料时间

项目
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18
18
18
18
18
20
20
20
80
放料

18
18
18
18
18
20
20
20
80
抛料

20
20
20
20
20
20
20
30
50
5.8首件试制
5.8.1操作员/技术员根据生产任务单、BOM单、样板按每一次批量生产前都必须制作首件的要求通过编程、装料、印刷、贴片制作2-3片首件。

5.8.2品质部IPQC依据生产任务单、BOM单、样板对制作的样板进行确认，将确认结果记录于首件确认报告内。
5.8.3首件符合要求的即可投入批量生产；首件不符合要求的，IPQC主导分析原因，解决异常，SMT工程师/技术员协助处理；异常解决后，重新制作首件，IPQC再次确认无误后，可投入批量生产。无法及时解决的首件异常必须及时知会相关部门转拉，尽量避免停拉。
5.8.4首件制作必须留下首件检验报告以及首件样板作为记录备查。
5.9炉前检验
5.9.1首件合格、产品批量生产后，过回流焊机前，SMT炉前检验人员依据《SMT零件判定标准》对产品外观等进行目视全检。
5.9.2针对上工序下来的产品主要外观检验现象分为：红胶制程不良现象有偏位、翻件、反向、侧立、胶丝、溢胶、漏刷等，锡膏制程不良现象有偏位、翻件、反向、侧立、连锡、漏刷等。
5.9.3如有不良品将其隔离放于不良品静电框内，不良品超过连续三个同位置点或 一个板上超过5个点（点“3%”）时，及时通知技术员对机器进行
调整,并把不良现象记录于LQC日报表。
        5.9.4炉前检验出的不良品交返修工位进行返修，返修好的产品再次交炉前检验人员再次检验，合格后方可流入下工序；无法返修的产品至于不良品静电框内，待报废处理。

         5.9.5炉前检验人员作业时，任何电子原件离开原包装时,必须放置于防静电盒内。
5.10过回流焊
　　5.10.1 产品流入回流焊时，技术员/工程师根据供应商提供锡膏、红胶温度曲线设定温度，并用炉温测试仪测量、确认炉温。
    5.10.2焊膏需经过以下几个阶段，溶剂挥发；助焊剂清除焊件表面的氧化物；焊膏的熔融、再流动以及焊膏的冷却、凝固。
　　     5.10.3回流焊的温度曲线分为预热区、保温区、回流区及冷却区：
       5.10.3.1预热区：预热区的目的是使PCB和元器件预热，达到平衡，同时除去焊膏中的水份、溶剂，以防焊膏发生塌落和焊料飞溅。升温速率要控制在适当范围内（过快会产生热冲击，如：引起多层陶瓷电容器开裂、造成焊料飞溅，使在整个PCB的非焊接区域形成焊料球以及焊料不足的焊点；过慢则助焊剂Flux活性作用），一般规定最大升温速率为4℃/sec，上升速率设定为1-3℃/sec，ECS的标准为低于3℃/sec。

　　　 5.10.3.2保温区：指从120℃升温至160℃的区域。主要目的是使PCB上各元件的温度趋于均匀，尽量减少温差，保证在达到再流温度之前焊料能完全干燥，到保温区结束时，焊盘、锡膏球及元件引脚上的氧化物应被除去，整个电路板的温度达到均衡。过程时间约60-120秒，根据焊料的性质有所差异。ECS的标准为：140-170℃，MAX120sec。

　　　 5.10.3.3回流区：这一区域里的加热器的温度设置得最高，焊接峰值温度视所用锡膏的不同而不同，一般推荐为锡膏的熔点温度加20-40℃。此时焊膏中的焊料开始熔化,再次呈流动状态，替代液态焊剂润湿焊盘和元器件。有时也将该区域分为两个区，即熔融区和再流区。理想的温度曲线是超过焊锡熔点的“尖端区”覆盖的面积最小且左右对称，一般情况下超过200℃的时间范围为30-40sec。ECS的标准为Peak Temp.:210-220℃，超过200℃的时间范围：40±3sec。
       5.10.3.4冷却区：用尽可能快的速度进行冷却，将有助于得到明亮的焊点并饱满的外形和低的接触角度。缓慢冷却会导致PAD的更多分解物进入锡中，产生灰暗毛糙的焊点，甚至引起沾锡不良和弱焊点结合力。降温速率一般为-4℃/sec以内，冷却至75℃左右即可，一般情况下都要用离子风扇进行强制冷却。
附件：有铅，无铅回流焊温度时间要求

项目

预热

升温

升温

回流

冷却

有铅

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

40~60
120
40~60
150
40~60
180
40~60
235
40~60
200
无铅

40~60
120
40~60
165
40~60
195
40~60
250
40~60
210
，红胶温度时间需求
项目

预热

升温

固化
固化

冷却

红胶

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

时间

温度

40~60
80
40~60
120
40~60
140
40~60
140
40~60
100
5.10.4生产前须确认炉温是否与操作说明规定之相符，换制程时须重新设定温度，并测量温度；在技
术员对回流焊的温度及轨道未设定和调试好之前，绝对不允许将PCB板过炉。
         5.10.5炉温测试参数记录在回流焊参数记录表上，要求每小时记录1次，换线同样记录。
     5.11炉后检验
         5.11.1过回流焊机后，SMT炉后检验人员依据《SMT零件判定标准》对产品外观等进行目视全检，检验记录在FQC报表内，保留检验记录。
5.11.2如有不良品将其隔离放于不良品静电框内，连续三个同位置点或 一个板上超过5个点（不良品超过“3%”）时  ，及时通知技术员对机器进行调
整,并把不良现象记录于FQC日报表。
         5.11.2炉后检验出的不良品交返修工位进行返修，返修好的产品再次交炉后检验人员再次检验，合格后方可流入下工序；无法返修的产品至于不良品静电框内，待报废处理。
5.12品质部IPQC人员依据相关产品的检验标准对SMT作业产品进行抽检，相关记录于IPQC报表内；连续三个同位置点或 一个板上超过5个点（不良品超过“3%”）时  ，及时通知相关人员协商解决问题，并按要求开出制程异常联络单，制订纠正预防措施。（建议增加P-CHAT 控制不良）
5.13生产结束作业
    5.13.1生产线上每一张订单完成后，需及时进行转线清尾作业，拉长及相关人员及时对生产线上剩余物料、不良品、辅料、作业文件等进行清理，确保相关物料、文件不被混料、误用等；相关物料及时退仓，保障下一订单的顺利进行。
    5.13.2 车间作业人员如实填写相关生产日报表必须规范，SMT物料员对生产产品及时进行入库作业，确保下工序生产顺利进行。
6.0 相关文件

TSUM-QP-021   《制程控制程序》

TSUM-QP-009   《标识和可追溯性控制程序》

TSUM-QP-010   《产品防护控制程序》
7.0 附件流程图
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OK





入　库





标识和隔离





OK，批量生产





OK





安装物料





炉后检验





贴 片





锡膏/红胶印刷





首检检验





编 程





领 料





生产计划





OK





NG





OK





NG





OK





NG





返 工


维 修





NG





NG





执锡维修





IPQC抽检





过回流焊





炉前检验





首件制作





OK








